r Abteilung | Gegenstand | Lehrer Fotoitzverfahren
Elektronik LP2 FL. Bauer EINSEITIGE LP

HTL ST. POLTEN

LEITERPLATTENFERTIGUNG | UBUNGSLEITERPLATTE
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Arbeitsgang  Uhrzeit

| Grobzuschnitt Leiterplattenmaterial FR4, 1,5mm 35/0 (Endmab der
| Leiterplatte + je 10mm)

| Locher mit CNC-Bohrmaschine automatisch bohren

Filme decku_q_gﬂsfg_l'_.e_irc!]__Ubereinanderkieben

Blaue Schutzfolie von gebohrter Leiterplatie abziehen
Film mittels Passmarken auf das Bohrbild der Leiterplatte einpassen

Leiterplatte mit UV-Licht (4min=240sec) belichten

Leiterplattenschutzlack (= Atzresist) entwickeln (Atznatron)

Leiterplatte unter Wasser spulen

Leiterplatte dtzen (Sdure: Natriumpersulfat)

Leiterplatte unter Wasser spiilen

Atzresist strippen, 10min (Lauge: Atznatron hoch konzentriert)

| Leiterplatte unter Wasser spiilen
| Leiterplatte trocknen (Druckluft)

Locher mit Dremel manuell Bohren (Durchmesser 0,9mm)

Endzuschnitt (Kreisdge und Schleifbock)

Oberflachenreinigung (Schmirgelblock)

Oberflachenveredelung (Létlack SK10)

Platinengrof3e: 50x55mm



